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内容概要

本书综合介绍了有关氧化铍陶瓷制造的原料、配方和工艺，以及国内外氧化铍陶瓷主要生产厂家（公
司）产品的性能和应用状况，一并进行了比较和分析。
特别是对氧化铍陶瓷的金属化技术以及各工序引起的毒性和防护进行了系统的叙述。
此外，还对氧化铍陶瓷的质量和可靠性进行了评估。
 　　本书可供陶瓷和电子器件专业的工程技术人员参考。
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